
[image: image1]
[image: image1]

Załącznik nr 2

[miejscowość], dn. [•] roku
	Wykonawca:

[Nazwa / adres / sąd rejestrowy / nr KRS / NIP / REGON / osoba kontaktowa / adres e-mail / telefon]


· Zamawiający: VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIV Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000113394, posiadająca numer NIP: 5270207340, REGON: 010265179, o kapitale zakładowym w wysokości 729.000,00 złotych (w całości wpłaconym)
FORMULARZ OFERTOWY 
DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO Z DNIA 27  listopada  2020 NUMER ZOZ-11_20
Ja, niżej podpisany………………………….. [•], działając jako ………………………….. [•] (dalej jako: „Wykonawca”), w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 27 listopada 2020 r.  numer ZOZ-11_20 (dalej jako: „Zapytanie Ofertowe”), niniejszym składam ofertę na naświetlarkę - system centrowania masek do fotolitografii UV i nanoimprintu UV struktur półprzewodnikowych oraz wyrównywanie płytek półprzewodnikowych (dalej jako: „Zamówienie”) w celu kompleksowej realizacji przez VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim (dalej jako: „Zamawiający”) inwestycji obejmującej budowę i wyposażenie nowego zakładu produkcyjnego detektorów podczerwieni o wyższych parametrach jakościowych (zwiększenie czystości technologicznej, zwiększenie efektywności produkcji, standaryzacja produkcji, osiągnięcie masowej skali produkcji) o docelowej wydajności ok. 100 tys. sztuk detektorów rocznie w ramach projektu „Wdrożenie opracowanej w ramach projektu "Narażenia" technologii produkcji chipów detekcyjnych” w ramach Poddziałania 3.2.2 Kredyt na Innowacje Technologiczne Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – zgodnie z warunkami Zamówienia zawartymi w Zapytaniu Ofertowym.
1 Oferowana cena i długość gwarancji dla przedmiotu Zamówienia
1.1 Okres gwarancji ……………….miesięcy.

1.2 Cena netto: [………………………•] (słownie: [………………………•]
1.3 Cena brutto: [………………………•] (słownie: [………………………•]
1.4 Wartość podatku VAT: [………………………•] (słownie: [………………………•]
1.5 Na powyższą cenę składają się następujące pozycje:

	L.p.
	Zakres
	Cena netto
	Cena brutto

	1.
	[•] 
	[•]
	[•]


TABELA ZGODNOŚCI: 

	L.p.
	Podzespół
	Parametr/Funkcja
	Opis
	

	1
	Układ centrujący
	Mechanika centrowania i funkcje ogólne
	· Mechanika umożliwiająca obsługę i wytrzymałość względem próbek o wielkości co najmniej 150 x 150 mm2
· Zakres przesuwów centrowania: X ≥+/-5 mm, Y ≥+/-5 mm , Φ ≥+/-5° dla próbek okrągłych

· Ruch zmotoryzowany sterowany za pomocą dżojstika proporcjonalnego (oś X-Y- Φ) z łatwo wybieralną prędkością i ruchem krok po kroku z rozdzielczością co najmniej 50 nm.

· Pozycjonowanie układu zapamiętywana dla każdej receptury 

· System próżni tymczasowej do unieruchomienie próbki podczas wsuwania/ wysuwania

· Automatyczne ładowanie próbek dla osi Z z minimalnym krokiem co najmniej 1,0 µm 

· Zakres ustawienia separacji między maską a podłożem dla naświetlania/centrowania: co najmniej 300 µm

· System z zaawansowanym centrowaniem (centrowanie górno- i dolnopowierzchniowe): Automatyczne centrowanie za pomocą systemu rozpoznawania wzoru z automatyczną kontrolą centrowania końcowego w odległości separacji pod naświetlanie (jeżeli dokładność centrowania nie zostanie osiągnięta do wartości zadanej, wyrównanie zostanie skorygowane i ponownie sprawdzone przynajmniej do 10 razy, aż do osiągnięcia zadanej wartości dokładności)
	· 

	
	
	Wielkość podłoża/próbki
	· Dla podłoży o średnicy co najmniej do 150 mm

· Dla próbek o nieregularnym kształcie o wymiarach co najmniej 10 x 10 mm2
· Dla podłoży/próbek o maksymalnej grubości co najmniej 2 mm
	· 

	
	
	Stoliki ekspozycyjne (stoliki na próbki)
	· Nadające się do naświetlania zbliżeniowego i delikatnego kontaktu w połączeniu z uchwytem maski do procesów zbliżeniowych/kontaktowych

· Odpowiednie do naświetlań dla delikatnego kontaktu w połączeniu z uchwytem maski do procesów kontaktowych

· Łatwe do wymiany

· Uchwyt odpowiedni dla elementów o wymiarach min. 10 x 10 mm2 i średnicy do 2".

· Uchwyty odpowiednie do dwustronnego centrowania (z otworami inspekcyjnymi):

· Dla płytek o średnicy 3"

· Dla płytek o średnicy 100 mm

· Dla płytek o średnicy 150 mm
	· 

	
	
	Uchwyty masek
	· Każdy uchwyt odpowiednio do:

· Oddolnego montażu
· Kompensacji klinowatości
· Z ogranicznikami kołkowymi
· Z dodatkowym zaciskiem mechanicznym na wypadek awarii systemu próżniowego
· Łatwej wymiany
· Co najmniej jeden uchwyt na:

· Maski od 4"x4" do 7"x7" z otworem ekspozycyjnym dla podłoży o średnicy 3“

· Maski 5"x5" i 7"x7" z otworem ekspozycyjnym dla podłoży o średnicy 100 mm

· Maski 7"x7" z otworem ekspozycyjnym dla podłoży o średnicy 150 mm
	· 

	
	
	Kompensacja klinowatości (Wedge Error Compensation, WEC)
	· Separacja między próbką a maską o minimalnej wielkości kroku 1 µm.

· System zapewniający równoległość między maską fotolitograficzną a próbką powinien być selektywny:

· Kompensacji kontaktowej (contact WEC): bezpośrednio między maską a podłożem
· Bezkontaktowej kompensacji przy zadanej separacji (Non-Contact Gap Setting): WEC ustawiany między maską a stolikiem, aby uniknąć kontaktu z górną powierzchnią płytki. Ustawienie separacji przy zadanej grubości płytki

· Regulacja równoległości do maski i głowicy WEC z następującą tolerancją (do sprawdzenia przed  wysyłką z fabryki Wykonawcy):

· Max. odchylenie od danych wejściowych: ≦+/- 5 µm

· Równoległość między maską a podłożem przy centrowaniu oraz separacji: ≦Δ 6 µm

· Dokładność powtarzalności przy siedmiu pomiarach: ≦Δ 4 µm 

· Konserwacja całego systemu WEC na miejscu

· Łatwa regulacja ciśnienia/siły WEC 
	· 

	
	
	Zespół centrowania górnopowierzchniowego (Top side alignment, TSA)
	· Mikroskop stereoskopowy o rozdzielonych polach obserwacji
· Obrazowanie przy użyciu cyfrowej kamery HD na monitorze o przekątnej co najmniej 22"

· Podwójnie zmotoryzowane ustawianie ostrości w celu uchwycenia obrazu celu na masce
· Rozdzielczość obrazu równa lub lepsza niż 0,8 µm/piksel

· Obiektyw 5x 

· Min. odległość między polami obserwacji co najmniej 29 mm 

· Zasięg przesuwu w osi Y co najmniej 21 mm 

· Zmotoryzowany przesuwy dla każdej strony sterowane za pomocą dżojstika (oś X-Y-Z)

· Regulowana prędkość przesuwów 

· Możliwość przesuwu pojedynczego obiektywu między dwoma punktami zapewniająca centrowanie w układzie pojedynczego pola obserwacji
· Oświetlenie mikroskopu za pomocą źródła światła LED 

· Dokładność centrowania: ≤+/-0,5 µm przy procesie z cienką warstwą emulsji światłoczułej na podłożu krzemowym
· Rozmiar pola widzenia powinien być rozszerzalny wzglądem wyszukiwanych znaków centrujących (1x, 2x, 4x, 8x) bez wpływu na głębię ostrości
	· 

	
	
	Zespół centrowania dolnopowierzchniowego (Bottom side alignment, BSA)
	· Mikroskop stereoskopowy o rozdzielonych polach obserwacji
· Obrazowanie przy użyciu cyfrowej kamery HD na monitorze o przekątnej co najmniej 22"

· Podwójnie zmotoryzowane ustawianie ostrości w celu uchwycenia obrazu celu na masce
· Rozdzielczość obrazu równa lub lepsza niż 0,8 µm/piksel

· Obiektyw 5x 

· Zasięg przesuwu w osi Y co najmniej 21 mm 

· Zmotoryzowany przesuwy dla każdej strony sterowane za pomocą dżojstika (oś X-Y-Z)

· Regulowana prędkość przesuwów 

· Możliwość przesuwu pojedynczego obiektywu między dwoma punktami zapewniająca centrowanie w układzie pojedynczego pola obserwacji
· Oświetlenie mikroskopu za pomocą źródła światła LED

· Rozmiar pola widzenia powinien być rozszerzalny wzglądem wyszukiwanych znaków centrujących (1x, 2x, 4x, 8x) bez wpływu na głębię ostrości.
· Min. odległość separacji ≤15 mm (gdy mikroskop TSA znajduje się w pozycji parkowania)

· (Min. odległość separacji ≤29 mm, gdy mikroskop TSA znajduje się w pozycji aktywnej) 

· Dokładność centrowania: ≤+/-1,0 µm w procesie z cienką warstwą emulsji światłoczułej na podłożu krzemowym 
	· 

	
	
	Automatyczne centrowanie
	· Urządzenie musi być wyposażone w automatyczny tryb centrowania, aby zapewnić zaawansowane możliwości centrowania i zapobiec przesuwaniu się podłoża po procesie centrowania
· Dokładność ustawienia pomiędzy górną stroną podłoża a dolną stroną maski powinna być równa lub mniejsza niż 0,5 µm (3 sigma). 

· W przypadku symetrycznych znaków centrujących, kodowanie systemu dotyczące znaków centrujących musi być w stanie określić środek samego znaku centrującego, aby uzyskać wysoką dokładność centrowania
	· 

	2
	System naświetlania
	Układ naświetlania UV
	· Szerokopasmowe źródło promieniowania UV oparte na diodach elektroluminescencyjnych (LED)
· Co najmniej trzy linie spektralne 365 nm (linia i), 405 nm (linia h) i 435 nm (linia g) dostępne w widmie źródła
· Indywidualnie regulowana intensywność dla każdej linii spektralnej
· Średnica obszaru ekspozycji co najmniej 150 mm

· Równomierność światła na średnicy 150 mm ± 2,5% lub lepsza

· Telecentryczna optyka wykorzystująca elementy optyczne z mikrosoczewkami do wyboru kątów kolimacji i kierunku światła 

· Możliwość szybkiego przełączania kolimacji pomiędzy "konfiguracją dużej separacji naświetlania w modzie naświetlania zbliżeniowego" a "konfiguracją wysokiej rozdzielczości w modzie naświetlania kontaktowego" bez użycia jakichkolwiek narzędzi ręcznych, zmiana w czasie < 1 minuty

· Funkcja stałej dozy naświetlania (utrzymanie stałego dawkowania naświetlania poprzez regulację czasu ekspozycji i pomiar przez zintegrowany czujnik światła) z powtarzalnością <+/- 1,0%
	· 

	
	
	Tryby ekspozycji (naświetlania)
	· Zbliżeniowy
· Maksymalna separacja dla ekspozycji zbliżeniowej co najmniej 300 µm.

· Delikatny kontakt (soft contact)
· Twardy kontakt (hard contact)
· Kontakt z użyciem podciśnienia (vacuum contact)
· Naświetlanie bezmaskowe
· Naświetlanie strefowe
· Regulowany czas opóźnienia
	· 

	3
	Nanoimprint
	System Nanoimprint
	· System musi być przygotowany do wykonywania nanoimprintu wzorów o rozmiarach co najmniej 50 nm (nanoimprint), a także mikrowzorów o rozmiarach do co najmniej 1 mm (microimpirnt).

· System musi być wyposażony w regulator odległości w celu kontroli grubości emulsji światłoczułej podczas microimprintu. 

· Wyposażony w uchwyt na podłoże do nanoimprintów/mikroimprintów

· Uchwyt do bondowania UV i nanoimprintu
	· 

	
	
	Wytwarzanie stempli
	· Oprzyrządowanie do przygotowania i replikacji stempli pod nanoimprintów/microimprintów. Stemple powinny być przygotowywane osobno, bez wykorzystania systemu centrującego, przy użyciu zewnętrznego narzędzia do produkcji masek i utwardzania promieniowaniem UV, aby zmaksymalizować dostępność do systemu centrującego
	· 

	
	
	Oprogramowanie
	· Oprogramowanie rozbudowane pod procesy nanoimprintu
	· 

	4
	Izolacja drgań
	System antywibracyjny
	· Stół wibroizolacyjny z systemem tłumienia drgań

· Automatyczna regulacja wysokości

· Nadający się do pomieszczeń o podwyższonej klasie czystości, co najmniej klasy 1000/ iso6
	· 

	5
	System sterowania
	System typu PC
	· Interfejs użytkownika kontrolowany przez system Windows 10 lub system równoważny
· Wyjście USB w przedniej części maszyny

· Połączenie sieciowe Ethernet

· Co najmniej 22-calowy monitor dotykowy
	· 

	6
	Dodatki
	
	· Zewnętrzny miernik intensywności promieniowania UV z sondą na długości fali co najmniej 365/405 nm

· Dwie pary gogli ochronnych przed promieniowaniem UV
	· 

	7
	Dostępne aktualizacje
	
	· Dostępność oprogramowania do symulacji naświetlania wraz z obliczeniem wszystkich właściwości optycznych ekspozycji (dane wsadowe dostarczane przez dostawcę oprzyrządowania) 

· Możliwość centrowania w podczerwieni (IR)

· Rozbudowa o centrowanie górnopowierzchniowe z użyciem podczerwieni podawanej od spodu powinna być możliwa na miejscu
· Oprzyrządowane do bondowania adhezyjnego, układania w stosy przy pomocy UV oraz bondowania fuzyjnego
	· 

	8
	Testowanie
	Testy wstępne (Factory Acceptance Test, FAT)
	· Testy przed odbiorem na miejscu u Wykonawcy lub Producenta na zamówionym systemie

· Prezentacja otrzymania rozdzielczości 1 µm przy użyciu stolików do naświetlania kontaktowego przy użyciu podciśnienia (vacuum contact) dostarczonych przez Wykonawcę do tego testu

· Prezentacja możliwości nanoimprintu (przygotowanie stempla i nanoimprint) z zestawem demo Wykonawcy lub Producenta
· Prezentacja działania systemu
	· 

	
	
	Testy akceptacyjne (Site Acceptance Test, SAT)
	· Testy odbioru końcowego po dostawie i instalacji systemu

· Prezentacja otrzymania rozdzielczości 1 µm przy użyciu stolików do naświetlania kontaktowego przy użyciu podciśnienia (vacuum contact) dostarczonych przez Wykonawcę do tego testu
	· 


2 Termin związania ofertą

2.1 Termin związania niniejszą ofertą wynosi 60 dni od upływu ostatecznego terminu składania ofert określonego w Zapytaniu Ofertowym.

3 Osoba kontaktowa ze strony Wykonawcy

3.1 [•], telefon [•], e-mail [•].
4 Oświadczenia Wykonawcy

4.1 Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z Zapytaniem Ofertowym, w tym w szczególności z warunkami realizacji Zamówienia, umową i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń oraz posiada wszelkie informacje konieczne do przygotowania niniejszej oferty i wykonania Zamówienia.

4.2 W przypadku uznania niniejszej oferty za najkorzystniejszą, Wykonawca zobowiązuje się do podpisania umowy z Zamawiającym w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

4.3 Wykonawca podejmuje się wykonania Zamówienia opisanego w Zapytaniu Ofertowym, zgodnie z wymogami Zapytania Ofertowego, obowiązującymi przepisami i należytą starannością.
4.4 Wykonawca oświadcza, że:

4.4.1 oferowany produkt jest całkowicie zgodny ze specyfikacją określoną w opisie przedmiotu zamówienia pkt 1, 2 i 5,

4.4.2 dostarczy produkt w terminie określonym w zapytaniu ofertowym,
4.4.3 udzieli gwarancji i serwisu oraz pozostałe wymogi zgodnie z postanowieniami zawartymi w punkcie nr 1  Opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego),
4.5 Dokumenty stanowiące załączniki do niniejszej oferty stanowią jej integralną część.

Za Wykonawcę:

___________________________

Podpis [•]

Załączniki:

1) Odpis z KRS Wykonawcy / Odpis z CEIDG Wykonawcy / inny dokument rejestrowy właściwy dla Wykonawcy – zgodnie z Zapytaniem Ofertowym nie starszy niż 3 miesiące od upływu terminu na składanie ofert;

2) Pełnomocnictwo (jeśli oferta składana jest przez pełnomocnika) Załącznik nr 7 do zapytania ofertowego;

3) Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego;

4) Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań – Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego;

5) Załącznik nr 6 – wykaz dostaw;

6) Opis oferowanego produktu;
7) oświadczenie RODO – Załącznik nr 8 do zapytania ofertowego
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